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二、说明、目录、图表目录

       铜箔是一种阴质性电解材料，沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔， 它作

为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层，接受印刷保护层，腐蚀后形成电路图样。 Copper

mirror test（铜镜测试）：一种助焊剂腐蚀性测试，在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。  

      铜箔具有低表面氧气特性，可以附着与各种不同基材，如金属，绝缘材料等，拥有较宽的

温度使用范围。主要应用于电磁屏蔽及抗静电，将导电铜箔置于衬底面，结合金属基材，具

有优良的导通性，并提供电磁屏蔽的效果。可分为:自粘铜箔、双导铜箔、单导铜箔等 。　电

子级铜箔(纯度99.7%以上，厚度5um-105um)是电子工业的基础材料之一电子信息产业快速发

展，电子级铜箔的使用量越来越大，产品广泛应用于工业用计算器、通讯设备、QA设备、锂

离子蓄电池，民用电视机、录像机、CD播放机、复印机、电话、冷暖空调、汽车用电子部件

、游戏机等。国内外市场对电子级铜箔，尤其是高性能电子级铜箔的需求日益增加。2015年

中国电子级铜箔国内需求量达到30万吨。

      电子铜箔分为压延铜箔和电解铜箔，电解铜箔主要用于 PCB所使用的刚性覆铜板（CCL）

，压延铜箔主要用于FPC所用的柔性覆铜板（FCCL）。 压延铜箔和电解铜箔都可以用于锂电

池的负极材料。2015 年我国铜箔需求量接近 30 万 吨，其中电解铜箔铜箔市场的绝大多数，比

例达到 96%以上。根据台湾工研院产经中 心、日本 Fuji Chimera 对全球的电子铜箔产业情况

调查结果，2014 年全球电子铜箔市 场规模 50.20 亿美元，其中电解铜箔为 47.26 亿美元,占全球

整个铜箔规模的 94.2%,其 余 5.8%为压延铜箔。

 电子铜箔应用领域

 

      智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国铜箔市场供需趋势预测及投资战略分析报告》

共十一章。首先介绍了铜箔相关概念及发展环境，接着分析了中国铜箔规模及消费需求，然

后对中国铜箔市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国铜箔面临的机遇及发展前景。

您若想对中国铜箔有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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第二章 世界压延铜箔重点企业运行浅析

第一节 Nippon Mining（日本）
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第三节 Hitachi Cable（日本）
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第三章 中国铜箔市场运行环境分析

第一节 国内铜箔经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

自改革开放以来，中国国民经济快速增长。2001年后，中国经济进入了新一轮的增长周期。

国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。2010年，中国国

内生产总值达到408903亿元，2010年国内生产总值按平均汇率折算达到58791亿美元，超过日

本，成为仅次于美国的世界第二大经济体，中国经济增长对世界经济的贡献不断提高2015年

中国国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。

2016年上半年，中国国内生产总值340637亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，

一季度同比增长6.7%，二季度增长6.7%。分产业看，第一产业增加值22097亿元，同比增

长3.1%；第二产业增加值134250亿元，增长6.1%；第三产业增加值184290亿元，增长7.5%。从

环比看，二季度国内生产总值增长1.8%。

 2011-2016年中国国内生产总值及增长速度

 2014-2016年中国国内生产总值及构成     单位：亿元   2014年   2015年   2016年       国内生产总值  



636463   676708   340637       第一产业   58332   60863   22097       第二产业   271392   274278   134250     

 第三产业   306739   341567   184290   
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一、中国印刷电路板行业增长速度远高于行业平均速度
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三、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群
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